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ng supracon Kundenstimmen Mikrofabrikation

.Die Dienstleistungen, welche die Supracon AG fir unsere
Firma durchfiihrt, zeichnen sich insbesondere durch eine

fachkundige Beratung, ein flexibles Reagieren auf veran- .Wir sehen in der Supracon AG einen zuverlissigen Partner im
derte Anforderungen sowie eine hohe Lieferqualitat aus.” Bereich der Technologieentwicklung von Mikrofabrikationsprozessen.”
Peter Peitsch, Geschaftsfiihrer, micro-sensys GmbH Dr. Arnd Kilian, Team Leader, Optical Assembly, Hymite Germany GmbH

.In der Zusammenarbeit mit der Supracon AG konnen wir auf eine mehr als dreijahrige Erfolgsgeschich-
te zuriickblicken. Gemeinsam wurden innovative Losungen fiir anspruchsvolle technologische Problem-
stellungen der modernen Optik, wie zum Beispiel fir die Herstellung von Vielfach-Interferenz-Schichten
gefunden.”

Dr. Eberhard Schmidt, Geschaftsfiihrer, Optische Interferenz Baulemente GmbH



5K sugracon’ Referenzen Mikrofabrikation

F & E - Projekt mit der ESA (European Space Agency)

In enger Zusammenarbeit mit der OIB (Optische Interferenz-
bauelemente) GmbH Jena realisierte die Supracon AG ein FPFM
(Fokal Plane Filter Mosaik) als funktionsbestimmendes Bauteil
fiir eine Kamera im Weltraumeinsatz. Durch die Anordnung von

o : unterschiedlichen Spektralfilterelementen auf einem Chip wird
Wafer mit Filterchips

das damit zu kombinierende Auswertesystem optimiert. Bisher
war fir jedes Filterelement eine eigene Auswerteoptik erforderlich. Mit dem neuen FPFM ist nur eine Optik in

der Fokalebene ausreichend.

Aufbau- und Verbindungstechnik Substratreinigung

= Sigen, Kleben, Bonden, Verkapseln Prozessschritte fiir die OIB GmbH Jena = mittels nasschemischer Prozesse
(sauer, alkalisch) oder Plasmacleaning

(Optische Interferenzbauelemente)
Materialien: Wafer, Masken, optische
Strukturcharakterisierung Substrate, Sonderformen
= Rasterelektronenmikroskopie (REM), Hochgenaue Schichtendesigns konnen auf Sondersubstrate

Profilometrie, Atomkraftmikroskopie (AFM)

Diinnfilmabscheidung

= Widerstands- bzw. Elektronenstrahlver-
dampfung, Sputtern (DC-, RF-Magnetron,

Strukturiibertragung logien werden bessere Resultate als bei allen herkémmlichen lon-Beam), Laserablation (PLD), PECVD
Materialien: NiCr, C, Pt, Ti, Au, Nb

Ubertragen werden. Durch Kombination von Herstellungsver-

fahren fir optische Schichten mit fotolithografischen Techno-

= Nassitzverfahren, Trockenitzverfahren Verfahren erreicht. Es verbinden sich hierbei die Vorteile einer

[RIEIEERIBELLIO filechnil kalten Beschichtung und die Kantenqualitat fotolithografischer

Materialien: Si, 5i0,, Metallschichten, Oxide Lithografie

Anwendungsbeispiele: Planare Wellenleiter, = Spin Coating Prozesse, Kontakt- und

Graben und Fenster in Silizium Proximitybelichtung mit Maskaligner,
Projektionsbelichtung mit automatischem
Repeater, Elektronenstrahlbelichtung

Masken. Transferblende nach Lift Off-Verfahren

Planare Wellenleiter
in Zusammenarbeit mit dem IPHT Jena
(Institut fiir Physikalische Hochtechnologie e.V.)

Spezielle Strukturierungs- und Atztechniken erlauben
die Realisierung hoher Aspektverhaltnisse in oxidischen
Materialien.

Hohe Flankensteilheiten sowie geringe Rauheiten kenn-

Gitterstege, hergestellt mit Trockenitzverfahren zeichnen die Strukturkanten und geatzten Flachen.
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